






















































































专利名称(译) 用于微型LED的转移头

公开(公告)号 US20190189487A1 公开(公告)日 2019-06-20

申请号 US16/216376 申请日 2018-12-11

[标]申请(专利权)人(译) 普因特工程有限公司

申请(专利权)人(译) POINT ENGINEERING CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) POINT ENGINEERING CO.，LTD.

[标]发明人 AHN BUM MO
PARK SEUNG HO
BYUN SUNG HYUN

发明人 AHN, BUM MO
PARK, SEUNG HO
BYUN, SUNG HYUN

IPC分类号 H01L21/677 H01L25/075 H01L33/06 H01L33/00 H01L27/15 H01L33/44 H01L33/40 H01L33/42 H01L21
/683

CPC分类号 H01L21/67712 H01L25/0753 H01L33/06 H01L33/0079 H01L27/153 H01L33/44 H01L33/405 H01L33
/42 H01L21/6838 H01L2933/0016 H01L33/0093 H01L21/67144

优先权 1020170175991 2017-12-20 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

公开了一种用于将微LED从第一基板转移到第二基板的转移头，特别是
使用真空吸附法。转移头包括具有多个孔的多孔构件，其中通过在多孔
构件的孔中产生或释放真空压力来转移微LED。
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